Kl in Hardware: 3DFerroKI|

Hardware-basierte Kl mit 3-dimenionalen ferroelektrischen

Speichern

Aktuelle KIl-Implementierung :

= Traditionelle von-Neumann-Architektur
= Sehr energie- und ressourcenintensiv
= Software-basiert

Entwicklung:

= Kl in Hardware

= Ultra-low Power

= Neuromorphic Computing (NC)

= Compute-In-Memory - Emerging Memories

= Nutzung ferroelektrischer Materialeigenschaften
» FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory)

Herausforderungen:

= Modifikation des FeRAM-Schalt-
verhaltens durch Dotierung

= Realisierung von Multi-Level
FeRAM flr NC

Fraunhofer IPMS

= Kl-Demonstrator fur Embedded Non-Volatile
Memory auf FeERAM-Basis

= Kontinuierliche 3D-Prozessentwicklung far
Advanced Nodes

= Transfer von ALD-Prozessen fur FeERAMS In
iIndustrielle Fertigung

Ferroelectric Memory Company

= KI-Chip Design fur FeRAMSs

= Entwicklung und Hochvolumenfertigung von
Multi-Level FeRAM Losungen fur neuromorphe
KI-Anwendungen

= KI in Hardware-Produkte

FeRAM auf Basis von
HZO (HfXZr(l_X)OZ)

Screening und Evaluierung
von aussichtsreichen
Dotanden (La, Y) fur

Atomic Layer Deposition (ALD)

Dotierte HZO-Materialintegration in 3D-Kondensatorstrukturen

Spezifikationen

* Transfer der Entwicklungsergebnisse
In Hochvolumen-Fab

» Hardware-basierte KI-Losungen flr
Consumer, Industrial, Automotive

= Multi-Level FeRAM flr neuromorphe
Anwendungen

Dr. Peter Reinig, Fraunhofer IPMS
E-Mall: peter.reinig@ipms.fraunhofer.de

Dr. Tony Schenk,
Ferroelectric Memory Company
E-Mall: tony.schenk@ferroelectric-memory.com



